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Art dar Verschmutzung | = 3 E E iE 'g gg )E e E E Produkiname | Eiganschafien Anwendung Bemarkungan
%“ O, Fan, LRICTE LT LT C S EY S +|+«] EClIO Missig, stork olkalisch, | Konz: 5-8% silikotfron
2 Sehlaif. und netzmittalhaliig, emul- | Temp: 60-80°C
s Poliarpaste, Rosl gierend, phosphotfrei, | Zaeil: 3-5 min
= schumend
g ljwl:::hn u, mineralische e (=)= . EC 120 pulverfarmig, stark Keonz: 1-5% Alwminivm
Olw, Fette und Harze, alkalisch, netzmittel: | Temp: 50-80°C | gepulfert,
Verkokungen haltig, phasphotholig, | Zeit: 1-5 min | silikathallig
. emulgierand
Of u, Fatl o lwfeile [~ . EC 175 | pubverfirmig, Kaonz: 1-5% Passivierungs-
verschmutzungen, schwach saver, Temp: S0-70°C | minel,
Schleif- und phosphathaltig Zoil: 1-5 min | silikatfrei
Polierpasie
Schlaif- und LR NEN R . EC 210 fliiasig, Konz: 1-5% enthalt Karre-
Palierpaste mild alkalisch, Temp: 50-70°C | sionsinhibitoren,
phosphatfrai Zeit; 1-5 min | hinlerkaf hydro-
phaban Film,
silikatfral
mineralische L L LT LTS LIS LFS sl EC 215 fissig, stark sauer, Konz: 1-5% Varsicht bei der
Verschmutzungen, emulgierond, Temp: 40-70°C | Rainigung von
Kalk, Rost, Sitikate, pheosphathaltig, Zoit: 1-5 min | verschiedenon
Zemente, Felle silikatfrad Matallen
|_’B||¢rpn|h. Schwaifl, . slale e ns . ECan Hissig, mild olkalisch, |Konz: 1=10% | silikaifred
Ol und Fell demulgierand Temp: 50-80°C
Fatte, Ola, Wochse, Rull, | * | le]|a|afe . EC225F | flissig, mild olkalisch, | Konz 1-10% | sillkotfrei
Pigmente, Lotpasten, damulgierend, Tamp: 50-80"C
Flufimitiel, Schleif- und phosphanathaltig Zait: 1-10 min
Poliarpasten
Ole, Fatte, Rull, == ]=|- . EC225R | Missig, stork alkalisch, | Konz: 1-8% Alyminium
Farbe, Verkokungs- netzmitielhallig, Temp: 20=-70°C | gepuffart,
risckstdnde, Lappeick. phosphathaltig, Zeit: 1-5min | silikathaliig
stonde, Polierpasie demulgierend
Edelmeiolloxide, CH R SRR . EC 228 | fissig, alkolisch, Konz: 1-20% | silikotfrei
Fette, Schweil3, netzmittethaltig, Temp: 20-80°C
Palierpasio phosphatirei Zait: 1-5 min
Sehleif und Polierposte, | * sfefafalele . EC 100 pulverlarmig, Konz: 1-5% silikathral
plgmentierie mild alkalisch, Temp: 50-80°C
Zighfelte, Harze netzmitielhaliig, Zeil: 1-5 min
phosphathaltig
Fette, Ole, Stauls, L N - EC 115 Assig, Konz: 1-2% silikalfrai
Fingerabdriicke neutral, Temp: 50-70°C
netzmittetholig, Zait; 1-3 min
phasphatirel
g Schleif- und Polierposte, | = *lalle|wlalle . EC 145 | hissig, Konz: 1-4% Basis orgoni-
£ | leichie Qb und SEURT, Temp: 20=80°C | scher SGuren,
£ | Fetiverschmutzungen, netzmitalhalig, Zeit: 1-3 min | silikatirei
5 | Oxide phesphatire|
Staub, Fedl, Figmente N EE L . EC 220 fliissig, Kanz: 1-5% sllikatred
und andera arganischo neadral, netzmital- Tomp: 20-80°C
Werbindungen, haliig, phosphathaliig | Zei: 1-10 min
Prateina
O, Felt, Staub slefe|ala . EC 225 flissig, Konz: 1=5% silikathaliig
und Rufl alkalisch, Temp: 20-80"C
phosphathaliig, Zelt: 1=5 min
deamulaierend
©l, Fen, Staub A JLE LA R L * EC 225 A | flissig, Konz: 1-5% schwach
vndd Rufl mild alkolisch, demul: | Tornp: 20-80°C | schaumend,
gierand, phosphathabig| Zeit: 1=5 min | silikatfrei
demulgierend
Stonzdl #lelojajels . EC 225 E/1 | Rissig, mild afkalisch, | Konz: 1-5% schwach
phesphathaliig Temp: 20-B07°C | schaumend,
Zeitt -5 min sil kestfra
FluBmittel, Etpaste, s |a|a|ale|n . EC 227 Adssig, mild clkalisch, | Konz: 1-5% silikathaltig,
Bohr. . Schlaifrickstands, phosphonathallig, | Temp:20-80°C | tensidfrei
Handkr, u. Schwaift demulgierend Zeit: 1-5 min
Schleif., Polier u. Lapp- a|a|a]alas]e . EC 230 fliissig, alkalisch, Konz: 1=-5% silikatirel
ricksténde. Stauk u. phasphalirai Temp: 20=-80°C
Flulimikial Zsit; 1-5 min
Legerschmutz, Shaub, slwfe|n]n]s . EC 2255 | Hussig, mild alkelisch, | Kenz: 1-5% silikatfrel
Fingerobdricke phosphatfrei, Temp: 20-80°C
anthalt Lasemittal Zgit: 1-5 min
n-Propanal
Lagerschmutz, Stouk, ofa|n|e]|n . EC 226 | Hissig, alkalisch, Konz: 1-5% silikotfrai
Fingerckdricke phosphatrei Temp: 20-80°C
m Zeik: 1-5 min
:é-'u T = P P A EC200 | fissig, Konz; 1-5% silikatfrel
'E Fingarprints, OI, Fei, alkalisch, Temp: 20-80°C
Eﬂ Pigmen- natzmitlathalig, Zait; 1-5 min
verschmutzungen phosphathallig
synthetische o] - | ® |m]u ol EC 305 isesig, stark alkalisch, | Konz: 10-50% | Harzaulnohme
T lgsemittalhaliig, Temp: 20-80"C | ainer 25%igen
e enthall Butylglycal, Zeit: 1=20 min | Lésung co. 7o/
phasphathaliig Liter, silikotfrai
Wachs, P PV [ PP P (V3 EC 310 | Missig, Konz: 1-5% | silikotfrei
nalitliche Harze, neutral, Temp: 20-80°C
Kolopharitum netzmittelhallig, Zeit: 1-5 min
phasphotfrai
anarganische olofo]|s]- * EC 315 Agssig, Konz: 1-5% tensidfrei,
e nfguniu:l'hu alkalisch, Temp: 20-80°C silikatire
Restverschmutzengoen phesphathaltig, Zeit: 1-3 min

* variraglich % bedingt vertréglich

- nichl wariréglich



